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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes n° 52 de la CEI: Circuits imprimés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote
52(BC)364 52(BC)381
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute j ation sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
Page 92
Ajouter, aprés le paragraphe 9.2.6.4, le nouvea
les
ues
ntre
urs
montage en surface pour effectuer I'évaluation proposée
cemples typiques d’éprouvettes appropriées sont donnés & la
it &tre choisie par accord entre fabricant et utilisateur et doit étre montée
dans la spécification concernée.
9:2.7.3 Description générale de I'essai
Le niveau d’épreuve thermique sur I'éprouvette dépend de la température d’ébullition| du

composé fluoré choisi, de la durée du séjour dans la phase vapeur et du nombre de cycles
constituant 'essai. La température de la vapeur, dans un systéme de brasage en phase

vapeur, est connue avec précision.

On peut utiliser une exposition a la vapeur statique, ou par défilement, selon I'accord

entre fabricant et utilisateur.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 52: Printed circuits.

The text of this amendment is based on the following documents:

Dis Report on voting
52(CO)364 52(C0)381
Full information on the voting for the approval of this amendment ca found in“the

Voting Report indicated in the above table.

Page 93

Add, after subclause 9.2.6.4, the following new subciz

9.2.7 Test 19g: Thermal stress, vapour phase

9.2.7.1 Object

To determine the resistance of printéd boaras mal stress created during vapour

phase solder reflow operatjons.

NOTE - This test is suitahle as fa srinted boards intended to be used for surface

mounting components.

9.2.7.2 Speci

as specifiediin theretevant specification.

9.2.7:3> General description of the test

Thie level of thermal stress on the test specimen depends on the boiling temperature of the

selected fluorinated chemical, dwell time in the vapour phase and the number of test
cycles. The temperature of the vapour in a vapour phase soldering process is precisely
known.

Either static or in-line exposure to the vapour may be used and shall be agreed between
manufacturer and user.
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9.2.7.3.1 Exposition statique

L'éprouvette doit étre suspendue horizontalement et descendue dans la vapeur de produit

fluoré.

9.2.7.3.2 Exposition par défilement

L’éprouvette doit étre mise en place dans un systéme de transport approprié tel

que

convoyeur, support, panier, etc., en position horizontale, & plat, et transportée dans la
vapeur de produit fluoré. N'importe quel type d’équipement automatique peut étre utilisé.

9.2.7.4 Préparation de I'éprouvette

L éprouvette doit étre préconditionnée durant (60 £ 10) min, selQ ai A8b: Précg

tionnement, a 125 °C, sauf si la spécification concernée spécifiea

9.2.7.5 Méthode d’essai

statique, et doit étre 3 g vapeur de produit fluoré mainter

(215 £ 5) °C pends ifi pécification concernée.

Qu:

L’éprouvett; d S ace dans le systéme de transport avec défilemen
transportée da 8 pedr du produit fluoré maintenu a (215 + 5) °C pendar
temps spékifié

9.2:7:6.1 Défauts du matériau

Les défauts du matériau doivent étre examinés visuellement. il n’en est pas tenu cor
s’ils sont situés & moins de 2,5 mm du bord de I'éprouvette.

ndi-

lans
tuve
ir le

5 les

édé

ua

, et
nt le

npte

Les limites d’acceptation des défauts du matériau doivent étre spécifiées dans la spécifi-

cation concernée.

9.2.7.6.2 Coupe micrographique

Des coupes micrographiques des trous métallisés doivent étre faites selon I'essai 15b:

Coupe micrographique.
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9.2.7.3.1 Static exposure

The test specimen shall be suspended horizontally and lowered into the vapour of
fluorinated chemical. ’

9.2.7.3.2 In-line exposure

The test specimen shall be positioned on the appropriate carrier, i.e. conveyor, tray,
basket, etc., in a flat horizontal position and moved into the vapour of fluorinated
chemical, Any type of automated equipment may be used.

9.2.7.4 Preparation of the test specimen

9.2.7.6. 1 Material defects

Material defects shall be examined visually. Defects shall not be considered that are
lo¢ated within 2,5 mm of the test specimen edge.

Material defect limits for acceptance shall be specified in the relevant specification.

9.2.7.6.2 Microsection

Microsection of plated-through holes shall be made according to test 15b: Microsection.
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Les limites d’acceptation des défauts des trous métallisés doivent étre spécifiées dans la
spécification concernée.

9.2.7.6.3 Force d’adhérence

La force d’adhérence des conducteurs doit étre mesurée avant et aprés exposition a la
phase vapeur en utilisant I'essai 10: Force d’adhérence.

La spécification concernée doit spécifier les exigences pour la force d’adhérence aprés

épreuve thermique,outa variatiomentre-tes—vateurs-initiate—et-tinate:

9.2.7.6.4 Force d’arrachement

La spécification concernée doit spécifier les valeurs pg 3 Dres

9.2.7.7 Détails a spécifier

a) L’éprouvette a essayer;

b) le procédé (statique ou pa
c) les exigences pour le mo
d) la température d’ébullitio
e) le type de flux ou de pate
f)
g)

Ajouter,ap a figure 11, la nouvelle figure 12 suivante:
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Plated-through holes defect limits for acceptance shall be specified in the relevant
specification.

9.2.7.6.3 Peel strength

The peel strength of conductors shall be measured before and after vapour phase
exposure using test 10: Peel strength.

Peel strength requirements after thermal stress or variation between initial and final values

[ T H 4 IR 1o | 1 ey HH $ion
<H1all Vo bpcblllcu M ine 1eiovvartit OPUUIIIUGKIUII.

9.2.7.6.4 Pull-off strength

Pull-off strength shall be measured for surface mount lands before angg DQUT phase

exposure using test X (under consideration).

Pull-off strength values after thermal stress or variation bety
shall be specified in the relevant specification.

9.2.7.7 Details to be specified

a) Specimen {o be tested;

b) static or in-line procedure;
¢) specimen mounting requirements

d) boiling temperature if different {76 >
e) type of flux or soldey paste;

f) number of cycles;
g) material requirg

h) plated-thizih ‘
i} peelstren X

k) any dewiati tandard test method.

Add, after figure he following new figure 12:



https://iecnorm.com/api/?name=c5c6961a0cfea0876358e3177eb0985d

-8- 326-2 amend. 1 © CEI
2,5 0.2 0,2
Figure 12a
1,25
1,25
- 0,63
0.5 (typ) -l |
» Lo
0.2 !
01 1 CEI-1 583192
24,0
15,0 7.0 .
Figure 12b
e
25
1,9 2PL
0,6 2PLA
— /
==\ _ |25
—3
2 8,75 2PL [12,5
/\ =
e
N )
\/
CEI-IEC 584192
<> 27,5
\ \/\ 22,5
9 espaces de 2,5 Figute 12¢
\3\13 9 spaces of 2,5
\\
\\/
FZNY
\/—é A7 /4
€ >—O— O
P 3) PN 7NV 72\ P77\ (D) (D) ) 7.5
3 74 A7 \I7 3 3 J £/ 72 £
2,5

Diamétre des pastilles 1,5
Land size 1,5

Dimensions en millimétres

40 trous métallisés
40 plated-through holes
0,8 +0,013

CEI-IEC 585192

Dimensions in millimetres

Figure 12 - Exemples des éprouvettes typiques
Examples of typical test coupons
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